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【公表番号】特表2010-527144(P2010-527144A)
【公表日】平成22年8月5日(2010.8.5)
【年通号数】公開・登録公報2010-031
【出願番号】特願2010-507032(P2010-507032)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/00     (2010.01)
   Ｆ２１Ｓ   2/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｌ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年4月26日(2011.4.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に配されている少なくとも１つのＬＥＤパッケージであって、前記ＬＥＤパッケ
ージに駆動電圧を供給する手段を備えていると共に、支持層内に浸漬されている少なくと
も１つのＬＥＤパッケージを含んでいるＬＥＤアレイシステムであって、前記少なくとも
１つのＬＥＤパッケージが、前記基板の表面に本質的に平行な光の放出のために、側部発
光ＬＥＤパッケージを有しており、当該システムが前記支持層から発せられた光を反射す
る／散乱する少なくとも１つの外結合構造を有しており、前記ＬＥＤパッケージの発光面
と前記支持層とは、空気間隙によって分離されるように配されている、ＬＥＤアレイシス
テム。
【請求項２】
　上部層が、前記上部層と前記基板との間に前記支持層を挟むように配されている、請求
項１に記載のＬＥＤアレイシステム。
【請求項３】
　前記基板及び前記上部層はガラスでできており、前記支持層はＰＶＢ又は樹脂でできて
いる、請求項２に記載のＬＥＤアレイシステム。
【請求項４】
　前記外結合構造は、前記支持層に面している前記上部層の表面上に配されている、請求
項１乃至３の何れか一項に記載のＬＥＤアレイシステム。
【請求項５】
　前記外結合構造は、前記支持層に面している前記基板の表面上に配されている、請求項
１乃至４の何れか一項に記載のＬＥＤアレイシステム。
【請求項６】
　前記外結合構造は、スクリーン印刷されている、請求項１乃至５の何れか一項に記載の
ＬＥＤアレイシステム。
【請求項７】
　前記外結合構造は、発光性インク、発光性ダイを含んでいるポリマ粒子、ＴｉＯ２コー
ティングされている雲母剥片のような干渉顔料、ＺｒＯ２のような高屈折率酸化物、Ｆｅ
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２Ｏ３のような有色顔料、光互変性材料、中空球のような閉じた孔を有する粒子若しくは
類似の材料、又はこれらの組み合わせから成るグループから選択されたものである、請求
項１乃至６の何れか一項に記載のＬＥＤアレイシステム。
【請求項８】
　前記ＬＥＤパッケージの上の透明なキャップが、前記空気間隙を提供するように配され
ている、請求項１乃至７の何れか一項に記載のＬＥＤアレイシステム。
【請求項９】
　前記透明なキャップが、ＰＭＭＡ、ガラス又はセラミック材料を含有している、請求項
８に記載のＬＥＤアレイシステム。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか一項に記載のＬＥＤアレイシステムを含んでいる、照明システ
ム。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０の何れか一項に記載のＬＥＤアレイシステムを製造する方法であって
、
－　基板上の側部発光ＬＥＤパッケージを含むＬＥＤパッケージであって、前記ＬＥＤパ
ッケージに駆動電圧を供給する手段を備えているＬＥＤパッケージを配するステップと、
－　前記外結合構造を当該システム内に配するステップと、
－　前記ＬＥＤパッケージ上にポリマの支持層を設けるステップと、
－　前記ＬＥＤパッケージの発光面と前記支持層との間に空気間隙を作るように透明なキ
ャップを配するステップと、
－　このスタックを加熱する一方で、圧力を印加し、従って、前記ＬＥＤパッケージを前
記支持層内に浸漬するステップと、
を有する方法。
【請求項１２】
　上部層が、前記支持層を前記上部層と前記基板との間に挟むように配されている、請求
項１１に記載の方法。
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